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二、说明、目录、图表目录

       2015 年开始，我国LED 封装器件价格下滑力度极大，超过50%。行业多年混战的氛围亟待

解决，正式进入竞争淘汰期。价格的持续下滑带来的渗透率上移、新兴市场的推动、芯片端

涨价、下游需求增加等因素使得2016 年LED 封装行业缓慢回暖，需求量呈上升态势。  

 LED 封装产值走势

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国LED封装市场全景调查与市场供需预测报告》

共八章。首先介绍了LED封装产业相关概念及发展环境，接着分析了中国LED封装行业规模

及消费需求，然后对中国LED封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED

封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国LED封装行业有个系统的了解或者想投资该

行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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